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LEUCHTDIODEN-ANORDNUNG 
MIT WARMEABFUHRENDER PLATINE 

10 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Leuchtdioden- 
Anordnungen, bei denen LED-Dice (Leuchtdioden-Chips) auf 
einer warmeabf iihrenden Platine angeordnet sind. 

Urn Anwendungen mit LEDs mit hoher Helligkeit zu 
realisieren, werden in letzter Zeit immer mehr 
Hochleistungs-LEDs mit einer Betriebsleistung von mehr als 
1 Watt (elektrisch) eingesetzt. Die Chipflache dieser LED- 
Dice liegt derzeit im Bereich von lmm2 . Es ist zu erwarten, 
dass sich in der Zukunft die Betriebsleistung pro LED 
weiter erhohen wird, was einerseits durch grofiere 
Halbleiter und andererseits durch hohere Stromdichten 
erreicht wird. Speziell die Erhohung der Stromdichten 
bewirkt, dass die Leistungsdichten von LEDs in der nachsten 
Zeit von derzeit maximal 1 bis 2 Watt e x e ktrisch/inm2 auf uber 4 
Watt e iektrisch/nnni2 ansteigen konnen. 

Bei Erhohung der Leistungsdichten ist indessen gleichzeitig 
30 dafur zu sorgen, dass die entsprechend ebenfalls erhohte 
Verlustwarme abgefuhrt wird, vim sicherzustellen, dass die 
Verlustwarme ausreichend vom Halbleiter abgefuhrt wird. 



15 



20 



25 



35 



Eine zu grofie Erwarmung der LEDs wahrend des Betriebs flihrt 
namlich u.U. zu einer Bauteilzerstorung . Aus diesem Grund 
muss wahrend des Betriebs der LED gewahrleistet sein, dass 
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die Tempera tur an der Sperrschicht des p-n Ubergangs in der 
LED beispielsweise 125 °C nicht iibersteigt. Diese Gefahr 
besteht genauer gesagt darin, dass nur ein Teil der von der 
LED aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt 
5 wird, wahrend der andere Teil in Warme umgewandelt wird 
(derzeit ist der Licht-Wirkungsgrad von LEDs noch unter 
10%) . Die Betriebsparameter von LEDs sind daher in 
Abhangigkeit von der Art der Montage (Assemblierung) , der 
Einbau- und Umgebungsbedingungen derart zu wahlen, dass die 
10 Sperrschicht temperatur der LED bspw. 125°C nicht 
ubersteigt . 

Die Erfindting setzt dahingehend an, dass die Verlustwarme 
durch Verbesserung des thermischen Widerstands der 

15 Anordnung effizienter abgefuhrt werden kann. Wenn gemaE der 
Erfindung die Warme gut durch geringen thermischen 
Widerstand abgefiihrt werden kann, kann diese ohne hohe 
Tempera turcrefalle auf den LED-Trager ubertragen werden. Der 
thermische Widerstand wird dabei in K (Kelvin) /W (Watt ) 

20 ausgedruckt . 



GemaS dem Stand der Technik sind Anordnungen fur 
Hochleistungs-LEDs bekannt, die typischerweise einen 
thermischen Widerstand von mehr als 15 K/W in dem Bereich 

25 von der Sperrschicht zum LED-Trager (Platine oder dgl.) 
aufweisen. Dies bedeutet, dass gemaS dem Stand der Technik 
der Temperaturunterschied zwischen dem LED-Trager und der 
aktiven Zone (Sperrschicht) der LED bei einem Betrieb mit 
funf Weiektrisch bis zu 75 Kelvin betragen wurde. Ausgehend 

30 von der genannten maximal zulassigen Sperrschichttemperatur 
in Dauert>etrieb bedeutet dies, dass bei einer 
Umgebungstemperatur von beispielsweise 40°C der 
Tempera tur abf all uber einen Warmetauscher (Kuhlkorper) 
maximal 10 °C betragen darf. Dies wurde wiederum eine 

35 Kuhloberf lache von 350 cm2 erfordern, was ganz 
of f ensichtlich Probleme mit sich bringt. Daruber hinaus 
ware ein Einsatz bei Temperaturen uber 50°C nahezu 
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unmoglich, was die Verwendung der LED fur bestimmte 
technische Anwendungen, wie beispielsweise im Kfz-Bereich 
unmoglich machen wiirde. 

5 Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, als LED-Trager 
gedruckte Leiterplatten (printed circuit boards, PCBs) zu 
verwenden. tiblicherweise weisen diese ein organisches 
Epoxidharz auf , das thermisch nur sehr schlecht leitet und 
daher die fchermische Ableitung der Verlustwarme von der LED 
10 auf den Trager erschwert. 

Alternativ sind auch Keramikplatinen bekannt, die zwar 
bessere thermische Eigenschaf ten im Vergleich zu den 
Leiterplatten auf Epoxidharzbasis auf weisen, dagegen aber 
15 sehr sprode und bruchig sind, was ihre Verwendung als 
Tragermaterial mehr als einschrankt. 

In technischen Hochleistungsanwendungen werden gemafi dem 
Stand der Technik auch Metal lkemplatinen eingesetzt. Diese 
20 haben typischerweise einen sandwichartigen Aufbau basierend 
aus der Metallkernbasis, einer Isolationsschicht und einer 
Leiterbahn. 

Angesichts dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der 
25 vorliegenden Erfindung, eine Mont age- Anordnung fur 
Leuchtdioden mit verbesserter Warmeabfuhr vorzuschlagen. 

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, dass nach 
Stand der Technik bei der Verwendung von Metallkernplatinen 
30 die Abfuhr der Verlustwarme von der LED, welche auf die 
Leiterbahn aufgesetzt ist, durch die darunterliegende 
Isolationsschicht eingeschrankt ist, was wiederum die 
Leistungsdxchte der LED eingrenzt . 



35 Die angeftthrte Aufgabe wird erf indungsgemaS durch die 
Merkmale der unabhangigen Anspruche gelost. Die abhangigen 
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Anspruche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in 
besonders vorteilhaf ter Weise weiter. 



Gemafi der Erf induing ist also eine. Leuchtdioden-Anordnung 
5 mit wenigstens einem Leuchtdioden-Chip (LED-Die) 
vorgesehen. Weiterhin ist eine Mehrschichtplatine 
aufweisend eine Basis aus einem thermisch gut leitfahigen 
Material, wie beispielsweise Metall vorgesehen, wobei eine 
elektrisch isolierende und thermisch gut leitfahige 

10 Verbindungsschicht zwischen der Emissionsf lache des 
Leuchtdioden-Chips und der Basis angeordnet ist. Da im 
Gegensatz zum Stand der Technik die thermisch isolierende 
(Epoxid-) Schicht ±n Wegfall gelangt, wird der Warmeiibertrag 
von dem Leuchtdioden-Chip zu dem warmeabfiihrenden 

15 Basismaterial der Platine hin deutlich verbessert. 



Die elektrisch isolierende Verbindungsschicht kann 
beispielsweise die Grenzf lache des Leuchtdioden-Chips oder 
dessen Substratbasis (z.B. Saphir) sein, die der Platine 
20 zugewandt ist. 

Alternativ oder zusatzlich kann die Verbindungsschicht auch 
eine Klebeschicht aufweisen, die fur sich selbst genommen 
bereits elektriscli isolierend sein kann. 

25 

Eine derartige isolierende Klebeschicht, die z.B. auch 
durch eine Klebefolie realisiert sein kann, ist 
insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Leuchtdioden-Chip 
verwendet wird, dessen der Basis zugewandte Oberflache 
30 elektrisch leitenci ist. In diesem Fall muS eine gesonderte 
elektrische Isol±erung zwischen dem Chip und der Basis 
erfolgen, um Kurzschlusse \ind ESD-Ausfalle zu vermeiden. 



35 



Der Leuchtdioden-Chip kann in einer Vertiefung der Platine 
untergebracht sein. Dabei kann der Leuchtdioden-Chip derart 
versenkt sein, dass seine Oberseite nicht uber die Kontur 
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der Platine ubersteht und beispielsweise plan mit der 
Oberseite der Platine abschliefit. 

Die Vertiefung, in die der LED-Chip gesetzt ist, kann dabei 
5 in der warmeabf tihrenden Basis der Platine ausgebildet sein. 

Gleichzeitig kann die Vertiefung weitere Funktionen 
aufweisen. Beispielsweise kann die Vertiefung eine 
Ref lektorwirkung haben, wobei vorteilhaf terweise die Wande 
10 der Vertiefung zumindest teilweise abgeschragt sind. 

Der Leuchtdioden-Chip kann derart angebracht sein, dass das 
Substrat der Leuchtdioden der Platine zugewandt ist, wobei 
in diesem Fall das Substrat aus einem elektrisch 
15 isolierenden Material wie beispielsweise Saphir gebildet 
sein kann. Diese Montageart wird in der Fachterminologie 
oft auch als "Face Up" bezeichnet . 

Indessen ist auch die "Face Down" -Montagetechnik denkbar, 
20 bei der der Leuchtdioden-Chip derart angeordnet ist, dass 
das Substrat der Leuchtdioden von der Platine abgewandt 
ist. In diesem Fall kann zwischen dem Leuchtdioden-Chip und 
der Platine ein zu diesen Bauteilen separater 
Zwischentrager angeordnet sein, mit dem der Leuchtdioden- 
25 Chip elektrisch kontaktiert ist. 

Die der Platine zugewandte Seite des Zwischentragers kann 
elektrisch isolierend sein, wobei der dem Leuchtdioden-Chip 
zugewandte Bereich des Zwischentragers leitende Bereiche 
30 wie beispielsweise Leiterbahnen aufweisen kann. 

Wenigstens der Bereich des wenigstens einen 

Leuchtdiodenchips kann von einer Linse wie beispielsweise 
einer Fresnel-Linse uberdeckt sein. 

35 

Der Bereich zwischen der Platine und der Linse kann 
wenigstens teilweise mit einem Farbkonversionsstof f gefullt 
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sein. Der Farbkonvezrsionsstof f kann also neben und/oder 
uber dem Leuchtdioden-Chip angeordnet sein. Gegebenenf alls 
kann auch die Vertiefung seitlich vom Chip mit einem 
Farbkonversionsstof f aufgefiillt sein, urn eine LED mit 
5 wesentlich weiSer Lichtcharakteristik zu erhalten. 

Der Leuchtdioden-Chip kann mittels Drahten von einer 
Leiterplatte aus kontaktiert sein, wobei diese Leiterplatte 
seitlich von dem Leuchtdioden-Chip sandwichartig mittels 
10 einer dazwischenlieg-enden Isolierschicht auf der Platine 
aufgebracht ist. 

GemaS einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erf indung wird 
eine Leuchtdioden-Anordnung mit einer Sandwich- St ruktur 

15 vorgeschlagen. Diese Struktur weist dabei eine thermisch 
gut leitfahige Schicht, beispielsweise aus Metal 1, eine 
elektrisch isolierende Schicht und eine Leiterplatte auf. 
Die elektrische Isolierschicht und die Leiterplatte weisen 
dabei iibereinanderl iegende Ausnehmungen auf, sodass die 

20 thermisch leitfahige Schicht im Bereich dieser Ausnehmungen 
in Richtung der Oberseite, das heiSt der elektrischen 
Isolierschicht freigelegt ist. Wenigstens ein Leuchtdioden- 
Chip kann im Bereich dieser Ausnehmung auf die thermisch 
gut Leitfahige gesctaickt aufgesetzt sein. 

25 

Dabei kann der Leuchtdioden-Chip von der Leiterplatte aus 
seitlich elektrisch kontaktiert sein. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaf ten der 
30 vorliegenden Erfindxing sollen nunmehr unter Bezugnahme auf 
die Figuren der begleitenden Zeichnungen erlautert werden. 

- Figur 1 zeigt ein erstes Ausf uhrungsbei spiel der 

Erf indung, 

35 

- Figur 2 zeigt eine Abwandlung von Figur 1 

dahingehend, dass in dem Metall-Basismaterial 
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eine Vertiefung vorgesehen ist, in der der LED- 
Die eixigesetzt ist, . 



- Figur 3 zeigt eine Abwandlung von Figur 2 

5 dahingehend, dass die Vertiefung des Tragers 

insgesaitit mit einem Farbkonversionsstof f 
aufgefiillt ist, 

- Figur 4 zeigt, wie eine LED-Anordnung mit mehreren 
10 LED-Dice von einer f lachbauenden Fresnel-Linse 

abgedeckt sein kann, 



- Figur 5 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel, bei dem der 

LED-Die "Face Down" montiert ist, und 

15 

- Figur 6 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel, bei 

dem der LED-Die "Face Down" montiert ist. 



Wie oben bereits ausgefuhrt, soil gemafi der vorliegenden 
20 Erfindung ein LED-Die moglichst direkt auf die 
warmeableitende Basis beispielsweise einer 

Metal Ikernpla tine aufgesetzt sein. Bei diesem Schritt muss 
indessen das Prroblem iiberwunden werden, dass LED-Dies 
haufig iiber das LED-Substrat bzw. iiber ihre der Basis 
25 zugewandte Oberf lache leitfahig sind, wodurch sich bei 
einer derartigen Anordnung ein Kurzschluss zum 
Leiterplattenbas±smaterial ergeben kann, der oft 
unerwiinscht ist und besonders hinsichtlich. der 
Verschaltungsmoglichkeiten der LEDs keinerlei 

30 Designfreiheit lasst. 

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist daher ein LED-Die mittels 
einer thermisch leitf ahigen, aber elektrisch isolierenden 
Schicht 2 auf das Basismaterial (beispielsweise Metall) 5 
35 einer Metal lkernpla tine 17 gesetzt. 
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Die Metallkernplatine 17 weist neben diesem Basis- 
Metallkern 5 eine daruberliegende elektrisch isolierende 
Schicht 4 sowie eine elektrisch leitfahige Schicht mit 
Leiterbahnen 3 auf, wobei vorzugsweise die elektrisch 
isolierende Schicht 4 und die Leiterbahnen-Schicht 3 
deckungsgleiche Ausnehmungen 16 aufweisen, in die der LED- 
Die 1 eingesetzt ist. 

Die elektrische Kontaktierung des LED-Dies erfolgt bei 
dieser Anordnung, bei der das Substrat des LED-Dies der 
Platine 1) zugewandt ist, seitlich von den Leiterbahnen 3 
mittels DrShten 11 auf die Oberseite des LED-Dice 1. 

Auf der Unterseite des Basismaterials 5 der 
Metallkernplatine 7 konnen weitere Kuhlkorper 14 bekannter 
Art angeordnet sein. 

Insbesondere der Bereich des LED-Dies 1 und der Ausnehmung 
16 kann von einer im Wesentlichen kalottenf onnigen Linse 6 
uberdeckt sein, die das vom dem LED-Die 1 abgestrahlte 
Licht bxindelt. 

Die elektrische Kontaktierung der in Figur 1 dargestellten 
LED-Anordnung kann uber ausserhalb des von der Linse 6 
uberdeckten Bereichs vorgesehene Steckkontakte 7 etc. 
erfolgen. 

Als Basismaterial 5 der Platine 17 wird allgemein ein 
Material mit holier thermischer Leitf ahigkeit eingesetzt, so 
dass bevorzugt Metalle, wie beispielsweise Aluminium oder 
Kupfer zur Verwendung kommen konnen. 

Die elektrisch isolierende aber thermisch leitfahige 
Verbindungsschicht 2 kann zum Beispiel eine nicht leitende 
Substratschicht der LEDs (fur griine LEDs wird z.B. oftmals 
Saphir verwendet) oder aber auch ein thermisch leitfahiger 
und elektrisch isolierender Kleber sein. Die elektrisch 
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isolierende aber tfciermisch leitfahige Verbindungsschicht 2 
kann also Teil des LED-Dies 1, der Mehrschichtplatine 17 
und/oder eine davon separate Schicht sein. Die separate 
Schicht ist insbesondere dann erf orderlich, wenn die LED- 
5 Dies 1 derart angeordnet sind, dass ihre der 
Mehrschichtplatine 17 zugewandte Oberflache elektrisch 
leitfahig ist. Feraer ist beispielsweise bei roten LEDs, 
die aus zwei ubereinander angeordneten Dioden-Schichten 
bestehen, immer eine der beiden Schichten der 
10 Mehrschichtplatine 17 zugewandt, weshalb zur Vermeidung von 
Kurzschliissen und ESD-Ausf alien eine separate Isolierung 
erforderlich ist. 

Die Isolationsschlcht 4 der Metal lkernplatine 17 kann 
15 beispielsweise aus organischen Materialien oder dunnen 
Keramiken bestehen (letztere sind z.B. auf den Metalltrager 
5 aufgeschlammt, bzw. der Metalltrager wird mit einem 
eingebrannten Keramiktape beschichtet. 

20 In dem Ausf uhrungsbeispiel von Figur 2 weist die Basis 5 
der Platine 17 ebenfalls eine Vertiefung 18 auf, in die der 
LED-Die 1 eingesetzt ist. Da die Wande dieser Vertiefung 18 
in dem metallischen Basismaterial 5 der Platine 17 
abgeschragt sind, konnen diese metallischen Wande der 

25 Vertiefung 18 eine vorteilhafte Spiegel- bzw. 
Ref lektorwirkung entfalten. Im ubrigen ist auch eine andere 
Formgebung der Wande und/ oder des Bodens der Vertiefung 
denkbar, die Spiegel- oder Ref lektorwirkung aufweist. 

30 Somit dient das Basismaterial 5 der Mehrschichtplatine 17 
nicht nur zur Befestigung und Warmeabfuhr des LED-Dies 1, 
sondern auch zur gezielten Lichtlenkung in Richtung weg von 
der Platine. Diese Lichtlenkung durch die Ref lektorwirkung 
der Vertiefung 18 im Basismaterial 5 der Platine 17 ist 

35 vorzugsweise mit der Wirkung der Linse 6 abgestimmt. 
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Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mittels 
Farbkonversionsmitteln "weifie LEDs" erreicht werden konnen. 
Derartige LEDs werden in der Fachwelt oft auch als 
w Phosphorkonver ter-LEDs w oder „Lumineszenzkonversions-LEDs w 
bezeichnet. Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann ein 
derartigrer Farbkonver s ions s tof f 13 direkt auf die LED 
aufgebracht sein, in den Zwischenraum zwischen Linse 6 und 
LED-Die 1 eingefullt sein oder aber gemaS einer besonders 
bevorzugten und in der Figur 3 dargestellten 
Ausfuhriingsf orm die Vertiefungen 12, 18 auffullend 
angeordnet sein, sodass der Fullstoff die Oberseite der 
Leiterbeahnschicht 3 der Platine 17 bundig abschlieSt. 

Bei der Aus fuhrungs form von Figur 4 ist die kalottenf ormige 
Linse durch eine flachbauende Fresnel-Linse 9 ersetzt. 
Gleichzeitig ist aus Figur 4 ersichtlich, dass eine 
derartige Linse mehrere LED-Dies 1 iiberdecken kann. In dem 
Bereich zwischen zwei LEDs und unterhalb der Fresnel-Linse 
9 kann eine Ansteuerelektronik 8 fur die LEDs 
(Konstantstromquelle etc.) vorgesehen sein. 

Die Ausfuhrungsbeispiele von Figur 1 bis Figur 4 zeigen 
samtlich LED-Dies, die "Face Up", das heiSt mit dem LED- 
Substrat nach unten (in Richtung des Basisinaterials 5 der 
Platine 17) angeordnet sind. 

Figur 5 zeigt nunmehr den umgekehrten Fall, das heiSt gemafi 
Figur 5 ist der LED-Die 1 "Face Down" angeordnet, so dass 
das Substrat der LEDs von dem Metallkern 5 der Platine 17 
wegweist. In diesem Fall ist der LED-Die 1 mittels eines 
Leitklebers 20 auf einen Zwischentrager 10 angeordnet. Der 
Leitkleber 20 weist beispielsweise eine Dicke von weniger 
als 10 /xn\ und eine thermische Leitf ahigkeit von mehr als 2 
W/mK a\af . Die elektrische Kontaktierung des LED-Dice 1 von 
Figur 5 erfolgt somit iiber Drahte 11, die mit dem 
Zwischentrager 10 kontaktiert sind. Derartig "Face Down" 
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zumontierte LED— Dies weisen ublicherweise im Vergleich zu 
"Face Up" montierten LED-Dies hohere Wirkungsgrade auf . 

Der Zwischentrager 10 ist beispielsweise aus einem 
5 Keramikmaterial \ind weist auf seiner Oberseite Leiterbahnen 
auf, wahrend d.ie Unterseite gegebenenf alls durch eine 
weitere Isolationsschicht 19 gegenuber dem Metallkern 5 der 
Platine 17 elektrisch isoliert ist. Wiederum ist indessen 
auch die Isolierschicht 19 so ausgestattet , dass sie 
10 thermisch gut leitfahig ist. 

AbschlieSend ist in Figur 6 ein letztes Ausf iihrungsbei spiel 
dargestellt, bed. dem der LED-Die 1 wiederum "Face Down" auf 
einem Zwischentarager 10 angeordnet ist, urn die bei dieser 

15 Anordnung verbesserte Lichtabgabe und damit hohere 
Helligkeit zu erzielen. Bei diesem Zwischentrager handelt 
es sich vorzugsweise urn ein A1N- (Aluminiumnitrid) - 
Keramiktragersuh>s trat , welches hervorragende warmelei tende 
Eigenschaf ten aufweist und gleichzeitig elektrisch 

20 isolierend wirlct. Der Vorteil in der Verwendung dieses 
zusatzlichen Zwischentrager s 10 besteht darin, dass eine 
hohere ESD- (electro static discharge) -Festigkeit erreicht 
wird und die Mefckallkernplatine elektrisch neutral bleibt. 

25 Erganzend zu dear Ausf uhrungs form in Figur 5 ist der LED-Die 
1 nunmehr mit einem Farbkonversionsstof f 13 umgeben, urn das 
Licht in eine gewunschte (Misch- ) Farbe umzuwandeln. Die 
Oberseite der elektrisch leitfahigen Schicht 3 ist ferner 
mit einer zusatzlichen Klebeschicht 21 tiberdeckt, deren 

30 Aufgabe es ist, die Linse 5 zu fixieren. SchlieSlich ist im 
dargestellten Hxisf iihrungsbei spiel an der Unterseite der 
Platine 17 noch ein doppelseitiges Klebeband 22 vorgesehen, 
welches eine einfache Befestigung der gesamten 
Leuchtdioden- Anordnung ermoglicht. 
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Anspruche ; 

1 . Leuchtdioden-Anordnung # aufweisend: 

10 - wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , 

- eine Melirschicht- Platine (17) mit einer Basis (5) aus 
einem ther-misch gut leitfahigen Material, insbesondere 
aus Metall, und 

- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende 

15 Verbindungsschicht (2) zwischen der Emissionsf lache des 
Leuchtdiocien-Chips (1) und der Platine. 

2 . Anordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht (2) 
wenigstens die Grenzf lache (15) des Leuchtdioden-Chips 
(1) ist, die der Platine (17) zugewandt ist. 

3 . Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 , 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht 
wenigstens eine Klebeschicht (2) ist. 

4. Anordnung, insbesondere nach einem der vorhergehenden 
30 Ansprtiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) in einer Vertiefung (16) 
der Platine (17) untergebracht ist. 

35 5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) im Bereich einer 
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Vertiefung (12) in dem Basismaterial (5) der Platine 
(17) angeordnet ist. 

6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) nicht iiber die Kontur der 
Platine ( 17 ) ubersteht . 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 4 bis 6, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) plan mit der Oberseite 
der Platine (17) abschliesst. 

8. Anordnung nach einem der Anspruch 4 bis 6, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Vertiefung (12, 16) die Funktion eines 
Reflektor hat. 

9. Anordnung nach einem der Anspruche 4 bis 8/ 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Wande der Vertiefung (12, 16) zumindest 
teilweise abgeschragt sind. 

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, 
dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine (17) 
zugewandt ist. 

30 11. Anordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Substrat der Leuchtdioden aus einem elektrisch 
isolierenden Material besteht. 

35 12. Anordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet , 
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dass das Substrat der Leuchtdioden aus Saphir besteht. 

13. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, 
5 dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, 
das das Subsfcrat der Leuchtdioden von der Platine (5) 
abgewandt ist . 



14 . Anordnung nach Anspruch 13 , 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen dem Leuchtdioden-Chip (1) und der Platine 
(17) ein zu diesen Teilen separater Zwischentrager (10) 
angeordnet ist, mit dem der Leuchtdioden-Chip (1) 
elektrisch kontaktiert ist. 

15 

15- Anordnung nach Anspruch 14 , 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der Zwischentrager (10) durch ein Aluminiumnitrid- 
Substrat geb±ldet ist. 

20 

16. Anordnung nach Anspruch 14 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die der Platine ( 17 ) zugewandte Seite des 
Zwischentragers (10) elektrisch isolierend ist. 

25 

17. Anordnung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der dem Leuchtdioden-Chip (1) zugewandte Bereich 
des Zwischentragers (10) leitende Bereiche aufweist. 

30 

18. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass wenigstens der Bereich des Leuchtdioden-Chips (1) 
von einer Linse (6), insbesondere einer Fresnel-Linse 
35 (9) uberdeckt ist. 
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15 

19. Anordnung nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der Bereich zwischen der Platine (17) und der Linse 
(6, 9) wenigstens teilweise mit einem 
5 Farbkonversionsstof f (13) gefiillt ist. 

20. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) mittels Drahten (11) von 
10 einer Leiterplatte (3)aus kontaktiert ist, die 
sandwichartig mittels einer dazwischenliegenden 
Isolierschicht (4) auf der Platine (17) angebracht ist. 

21 - Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend: 

15 - eine Mehrschichtplatine ( 17 ) aufweisend wenigstens eine 
thermisch gut leitfahige Schicht (5) , eine elektrische 
Isolierschicht (4) und eine Leiterplatte (3), wobei die 
elektrische Isolierschicht (4) und die Leiterplatte (3) 
jeweils wenigstens eine Ausnehmung (12, 16) aufweisen, 

20 in der die thermisch leitfahige Schicht (5) somit 
freigelegt ist, und 

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , der im Bereich 
der Ausnehmung (16) auf die thermisch gut leitfahige 
Schicht (5) aufgesetzt ist. 

25 

22 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) von der Leiterplatte (3) 
aus elektrisch kontaktiert (11) ist. 

30 

23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21 oder 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen der Emissionsf lache des Leuchtdioden-Chips 
(1) und der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) eine 
35 thermisch leitende Verbindungs schicht (2) vorgesehen 
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16 

24. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 23, 
dadurch. gekennzeichnet , 

dass die der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) 
zugewandte Oberflache des Leuchtdioden-Chips (1) 
elektrisch leitfahig ist, 

wobei es sich bei der Verbindungsschicht (2) um eine 
separate, elektrisch isolierende Schicht handelt. 

25. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeiclmet, 

dass ciie elektrisch isolierende Schicht durch eine 
Klebefolie gebildet ist. 
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well sle slch auf Gegenstande bezlehen. zu deren Recherche die BehOrde nlcht verpfllchtet 1st, nSmllch 



2. 11 AnsprQche Nr. 

wail sia slch auf Telle der intematlonalen Anmaldung bezlehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenlg entsprechen, 
daB elne slnnvolle Internationale Recherche nlcht durchgelQhrt werden kann, namllch 



3. AnsprOcheNr. 

weG es sich dabel um abhSngige Anspruche handeli, de nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt stnd. 



Feld III Bemerkungen bei rnangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die Internationale RecherchenbehOrde hat festgestellt, daB dese Internationale Anmeldung mehrere Erflndungen enthaJt: 



siehe Zusatzblatt 



1 . I | Da der Anmelder alle erforderiichen zusStzllchen RecherchengebQhren rechtzeltlg entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

1 — 1 Internationale Recherchenbericht auf alle recherchlerbaren AnsprQche. 

2 | X I Da rar 3,16 recherchlerbaren AnsprOche die Recherche ohne elnen Arbeitsaufwand durchgefQhrt werden Konnte, der elne 

I 1 zusatzliche RecherchengebOhr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen GebQhr aufgefordert 



3. Da der Anmelder nur elnige der erforderiichen zus&tzlichen RecherchengebQhren rechtzeltlg entrichtet hat, erstreckt sich 
J — 1 Internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprQche, fflr die GebQhren entrlchtBt worden slnd, namlteh auf die 
AnsprOche Nr. 



j | Der Anmelder hat die erforderiichen zu&Stziichen RecherchengebQhren nicht rechtzeibg entrichtet Der Internationale Recher- 
chenbericht beschrankt slch daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; dQese 1st in folgenden AnsprQchen er- 
faBt: 



Bemerkungen hinsichtiich eines Widerspruchs j | Die zusatzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Wlderepruch gezahlt 

[ | Die Zahlung zusatzilcher RecherchengebQhren erfolgte ohne Wlderspruch. 
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